
【用途】

プリント基板の穴明後の切粉詰まりを独自の高

圧エアー方法により解消し、製品の歩留向上を

実現します。

【仕様】

1．ワークサイズ
200mm×200mm～610mm×590mm

2．板厚
0.4t～6.5t

3．基板搬送速度
20～180mm／sec（標準仕様60mm／sec）

4．エアーブロー回数
1回・2回選択可

5．基板とノズル隙間調整
1mm～15mm

6．電源電圧・容量
AC200V 3相　6A

7．エアー源・容量
7kg／cm2 150L／min

8．装置サイズ
1160mm×1100mm×1140mm

9．オプション
集塵機

10．オプション
インラインインターフェイス対応
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電子基板製造プロセス関連資機材

PWB Hole Cleaner
基板ホール洗浄装置 TMT-2003
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